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IPC J‑STD‑001J 
Exigences des Assemblages Électriques et  

Électroniques Brasés

1.0 GÉNÉRALITÉS

1.1 Champ d’Application  Cette norme décrit les matériaux, les méthodes et les critères d’acceptation pour la production 
d’assemblages électriques et électroniques brasés. Ce document a été rédigé afin de proposer une méthodologie de contrôle de 
procédé sur lequel se baser pour assurer des niveaux de qualité corrects pour la fabrication des produits. La présente norme ne 
prétend pas exclure une quelconque procédure, telle que le placement des composants ou l’application du flux et de la brasure 
utilisés pour réaliser la connexion électrique.

Les opérations de brasage, l’équipement et les conditions décrits dans ce document sont basés sur des circuits électriques/
électroniques conçus et fabriqués conformément aux spécifications énumérées dans le Tableau 1‑1.

Tableau 1‑1  Spécifications de Conception, de Fabrication et d’Acceptabilité

Type de carte Conception Spécifications de fabrication/d’acceptabilité
Exigences générales IPC‑2221 IPC‑6011
Circuits imprimés rigides IPC‑2222 IPC‑6012, IPC‑A‑600
Circuits flexibles IPC‑2223 IPC‑6013

Circuit imprimé flex‑rigide IPC‑2222  
IPC‑2223 IPC‑6013

1.2 But  La présente norme prescrit les exigences en matière de matériaux, de procédés et d’acceptabilité pour la fabrication 
d’assemblages électriques et électroniques brasés. Pour une compréhension plus complète des recommandations et des exigences 
formulées dans le présent document, celui‑ci peut être utilisé conjointement avec les documents IPC‑HDBK‑001, IPC‑AJ‑820 
et IPC‑A‑610. Les normes peuvent être mises à jour à tout moment, y compris par l’ajout d’amendements. L’utilisation d’un 
amendement ou d’une nouvelle révision n’est pas automatiquement exigée.

Remarque : Voir 1.7 Ordre de priorité.

1.3 Classification  La présente norme reconnaît que les assemblages électriques et électroniques sont classés en fonction de 
l’utilisation prévue du produit fini. Trois classes générales de produits finis ont été établies pour refléter les différences en matière 
de fabricabilité, de complexité, d’exigences de performance fonctionnelle et de fréquence de vérification (inspection/essai).

L’utilisation de cette norme nécessite un accord sur la classe à laquelle le produit appartient. L’utilisateur a la responsabilité 
d’identifier la classe selon laquelle l’assemblage est fabriqué. Si l’utilisateur n’établit pas et ne documente pas la classe 
d’acceptation, le fabricant peut le faire.

CLASSE 1 Produits Électroniques Généraux

Inclut les produits adaptés à des applications dont l’exigence principale est le fonctionnement de l’assemblage électronique 
terminé.

CLASSE 2 Produits Électroniques Spécialisés

Inclut les produits nécessitant des performances élevées et une longue durée de vie, et pour lesquels un fonctionnement 
ininterrompu est souhaité, mais non critique. Typiquement le milieu d’utilisation ne causerait pas de panne.

CLASSE 3 Produits Électroniques Haute Performance/Environnement Difficile

Inclut les produits pour lesquels un fonctionnement continu élevé ou sur demande est critique et pour lesquels un arrêt de 
l’équipement ne peut pas être toléré. L’environnement d’utilisation finale peut être particulièrement difficile et l’équipement 
doit fonctionner lorsque cela est requis. C’est le cas des dispositifs de survie ou d’autres systèmes critiques.

1.4 Unités de Mesure et Applications  Cette norme utilise les unités du Système international d’unités (SI) conformément à la 
norme ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, section 3 [pour des raisons de commodité, les unités impériales anglaises équivalentes 
sont indiquées entre crochets]. Les unités provenant du SI utilisées dans ce document sont les millimètres (mm) [po] pour les 
dimensions et les tolérances dimensionnelles, les degrés Celsius (°C) Fahrenheit [°F] pour la température et les tolérances de 
température, les grammes (g) onces [oz] pour la masse et les lux (lx) pieds‑bougies [fc] pour l’éclairement.

Remarque : Cette norme utilise d’autres préfixes SI (ASTM SI10, section 3.2) pour éliminer les zéros initiaux (par exemple, 
0,0012 mm devient 1,2 µm) ou pour remplacer les puissances de dix (3,6 x 103 mm devient 3,6 m).




